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摘要(译)

本发明实施例公开了一种有机电致发光器件的封装结构及封装方法、显
示装置，涉及显示技术领域，能够提高无机薄膜和有机聚合物薄膜之间
的附着程度，保证OLED器件的寿命。该有机电致发光器件的封装结构，
包括：用于承托所述有机电致发光器件的衬底基板；位于所述衬底基板
上的所述有机电致发光器件；覆盖所述有机电致发光器件的至少一层第
一薄膜封装层，所述第一薄膜封装层由无机薄膜、有机聚合物薄膜和位
于所述无机薄膜和所述有机聚合物薄膜之间的纳米级棒状薄膜组成。
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